共用部分：
1. 其他:
1) 客户文件名称以非“m”打头的订单，制作要求如下：
                      
[image: image1.emf]E:\wjys\ 非M打头的订单.doc


2) 客户文件名称以“m”打头的订单，为模块板订单制作要求如下；
                              
[image: image2.emf]E:\wjys\ M打头的订单.doc


预审部分： 无
CAM部分： 无
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共用部分：

1. 标记:

1) 标记要求见下：

		问题类型

		处理方式



		顾客通常要求在指定位置"A"处加安规认证编号，PCB厂家英文名等等。而我司工程师常常不知道该如何处理。

		因为公司的UL标记中已经包括了“厂商的英文logo”,防火等级,UL及UL档案号,生产周期,所以可以不理会这些标记的说明。只需要直接将公司的整套UL标记加在顾客指定的位置即可，如果指定位置加不下，可以拆开标记加在其他空余的位置，如果板太小还是无法加下的，只在顾客指定的位置上加上公司的UL档案号”E204460”





2. 板材、叠层：

1) 顾客如果对外层铜厚要求为“铜箔厚2OZ”，指的是外层完成铜厚最薄70UM；但如果是内层铜厚要求时，则芯板直接使用2OZ基铜制作即可。如果外层是要求是3OZ、4OZ，则理解外层完成铜厚最薄为105UM、140UM；

3. 钻孔：

1) 如果客户对于孔铜无要求时， 最小单点按照20um制作；

2) 如果客户说明中要求最小孔铜30um，可以直接按照最小25um，平均30um制作；

3) 此客户多为电源板，如果为电源板时，工程处理时不可以更改过孔的大小；

4) 其他钻孔要求：

		问题类型

		处理方式



		顾客几乎在每个《加工说明》中都会有“7、注意线路板上（24层）有多处开槽或挖孔，均采用内切（特殊要求除外）。”这句话，不好理解，尤其是“内切”究竟该如何制作?

		忽略这句话，如果Gerber内有开槽，直接按Gerber内开槽的实际尺寸做即可；如果Gerber内没有开槽，直接忽略这条说明。



		关于开槽的属性，顾客有要求在板内开槽，且没有说明这些槽的属性。

		1) 如果顾客定义了属性，就按定义的属性制作；
2）如果没有定义属性，且这些槽在基材区，则直接将这些槽做成非金属化槽；如果这些槽在铜皮上，则将这些槽按金属化槽加工；按金属化槽加工时，如果GERBER中内层铜皮避开了槽孔则按隔离处理；如果内层铜皮没有避开槽孔则保证槽孔和内层铜皮相连接处理。



		顾客提供的钻孔文件和Gerber中的孔径表不符。

		如果仅仅是过孔个数不符的，且经检查并无明显的多孔少孔现象，可以不用确认；其他元件孔或定位孔不符的，则需要和顾客确认( 但对于客户文档里有多个PCB，钻孔孔径表也是多个PCB的，而有时采购只要求做其中一块PCB，这样钻孔孔径表肯定与实际不符，对于这种情况，按实际GERBER为准) 。



		顾客定义某类孔的属性为金属化孔，但文件中这些孔的焊盘和孔径是等大的（孔的内径和外径相同）或者是这些孔一面有焊盘一面无焊盘且无电性能连接

		为了优化生产，保证顾客交期，凡是钻孔和焊盘等大且无电性能连接的，或者一面有焊盘一面无焊盘同样没有电性能连接的钻孔，均可以按非金属化孔制作。 





4. 过孔工艺:

1) 过孔处理要求；

A） 对顾客文件设计孔径≤18MIL的过孔，双面盖油的必须做塞孔，双面开窗的过孔不塞孔；单面开窗的过孔未开窗面按开小窗处理（即加比钻孔单边大3MIL的小开窗）；


B） 对顾客文件设计孔径＞18MIL的过孔，双面盖油的，阻焊菲林加档点按阻焊可入孔但不塞孔制作。顾客设计为单面开窗的过孔未开窗面按开小窗处理（即加比钻孔单边大3MIL的小开窗）；

2) 加工说明文件中“过孔根据Gerber文件盖绿油（绿油塞孔）”意思是：按塞孔并盖油处理；

5. 外形、拼板:

1) 拼板要求：

		问题类型

		处理方式



		顾客的拼板图中，同时都会提供V-CUT,邮票孔,定位孔,mark点的相关参数,但是这些信息有一部分是多余的,比如某些板只要求做V-CUT，但拼板图中又有邮票孔的信息，容易导致工程师误解

		1）根据每个板不同的情况，尽量删除多余的信息；公司以实际的拼板图为准，只理会拼板图中有用的元素的相关信息，其他多余信息一律忽略。
2）客户设计的工艺边尺寸太小，工程按客户设计制作，不需要确认；
3）客户V-CUT余厚有问题，可以直接按我司规范处理，不需要确认。





6. 其他:

1) 其他要求见下：

		顾客通常在一个定单内放了多个PCB板(例如不同层数，不同板厚等)，而确认的结果通常是删除多余的PCB.

		请按客户采购下单确定只做相关的PCB，对于文件里多余的PCB，可以删除，或忽略不理





预审部分：

CAM部分：
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共用部分：

1. 标记:

1) 标记要求见下：

		问题类型

		处理方式



		顾客通常要求在指定位置"A"处加安规认证编号，PCB厂家英文名等等。而我司工程师常常不知道该如何处理。

		因为公司的UL标记中已经包括了“厂商的英文logo”,防火等级,UL及UL档案号,生产周期,所以可以不理会这些标记的说明。只需要直接将公司的整套UL标记加在顾客指定的位置即可，如果指定位置加不下，可以拆开标记加在其他空余的位置，如果板太小还是无法加下的，只在顾客指定的位置上加上公司的UL档案号”E204460”





2. 板材、叠层：

1) 顾客如果对外层铜厚要求为“铜箔厚2OZ”，指的是外层完成铜厚最薄70UM；但如果是内层铜厚要求时，则芯板直接使用2OZ基铜制作即可。如果外层是要求是3OZ、4OZ，则理解外层完成铜厚最薄为105UM、140UM；

3. 钻孔：

1) 如果客户对于孔铜无要求时， 最小单点按照20um制作；

2) 如果客户说明中要求最小孔铜30um，可以直接按照最小25um，平均30um制作；

3) 此客户多为电源板，如果为电源板时，工程处理时不可以更改过孔的大小；

4) 其他钻孔要求：

		问题类型

		处理方式



		顾客几乎在每个《加工说明》中都会有“7、注意线路板上（24层）有多处开槽或挖孔，均采用内切（特殊要求除外）。”这句话，不好理解，尤其是“内切”究竟该如何制作?

		忽略这句话，如果Gerber内有开槽，直接按Gerber内开槽的实际尺寸做即可；如果Gerber内没有开槽，直接忽略这条说明。



		关于开槽的属性，顾客有要求在板内开槽，且没有说明这些槽的属性。

		1) 如果顾客定义了属性，就按定义的属性制作；
2）如果没有定义属性，且这些槽在基材区，则直接将这些槽做成非金属化槽；如果这些槽在铜皮上，则将这些槽按金属化槽加工；按金属化槽加工时，如果GERBER中内层铜皮避开了槽孔则按隔离处理；如果内层铜皮没有避开槽孔则保证槽孔和内层铜皮相连接处理。



		顾客提供的钻孔文件和Gerber中的孔径表不符。

		如果仅仅是过孔个数不符的，且经检查并无明显的多孔少孔现象，可以不用确认；其他元件孔或定位孔不符的，则需要和顾客确认( 但对于客户文档里有多个PCB，钻孔孔径表也是多个PCB的，而有时采购只要求做其中一块PCB，这样钻孔孔径表肯定与实际不符，对于这种情况，按实际GERBER为准) 。



		顾客定义某类孔的属性为金属化孔，但文件中这些孔的焊盘和孔径是等大的（孔的内径和外径相同）或者是这些孔一面有焊盘一面无焊盘且无电性能连接

		凡是钻孔和焊盘等大且无电性能连接的，或者一面有焊盘一面无焊盘同样没有电性能连接的钻孔，均可以按非金属化孔制作。 





4. 过孔工艺:

1) 过孔设计孔径≤20mil时文件处理方式：

A） 文件中非BGA和BGA位置两面盖油，按文件且必须塞孔；


B） 文件中两面开窗，非BGA位置按文件不塞孔；BGA位置按文件且塞孔；

C） 文件中单面开窗，非BGA位置盖油面开小窗；BGA位置按文件且塞孔；

2) 过孔设计孔径＞20mil时文件处理方式：

A） 文件中两面盖油，生产阻焊菲林加挡点，过孔不塞孔允许绿油入孔；


B） 文件中两面开窗，按文件制作过孔不塞孔；


C） 文件中单面开窗，过孔不塞孔盖油面开小窗；


3) 加工说明文件中“过孔根据Gerber文件盖绿油（绿油塞孔）”意思是：按上面过孔方式处理；

5. 外形、拼板:

1) 拼板要求：

		问题类型

		处理方式



		顾客的拼板图中，同时都会提供V-CUT,邮票孔,定位孔,mark点的相关参数,但是这些信息有一部分是多余的,比如某些板只要求做V-CUT，但拼板图中又有邮票孔的信息，容易导致工程师误解

		1）根据每个板不同的情况，尽量删除多余的信息；公司以实际的拼板图为准，只理会拼板图中有用的元素的相关信息，其他多余信息一律忽略。
2）客户设计的工艺边尺寸太小，工程按客户设计制作，不需要确认；
3）客户V-CUT余厚有问题，可以直接按我司规范处理，不需要确认。





6. 其他:

1) 外形（包括内槽在内）不允许出现突角，需注意优化铣带程序；

2) 其他要求见下：

		顾客通常在一个定单内放了多个PCB板(例如不同层数，不同板厚等)，而确认的结果通常是删除多余的PCB.

		请按客户采购下单确定只做相关的PCB，对于文件里多余的PCB，可以删除，或忽略不理





预审部分：

CAM部分：

1. 在ERP流程中增加耐压和电感测试流程，并在ERP系统中注明耐压参数和感量范围并附图给生产部。注：测试点位置、耐电压大小、感量大小及范围由顾客端提供（具体参照附件模板）；




[image: image1.emf]耐压和感量测试要 求（模板）.pdf
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